Desteksiz Seramik 3D Baski

Cin’deki Jiangnan Universitesi’ndeki bilim insanlarzi,
desteksiz karmasik seramik yapilarin 3D baskisi ic¢in yeni bir
teknik gelistirdiler.

Nature Communications’da yayimlanan arastirma, yeni yontemin
0.41 mm ile 3.50 mm arasinda degisen caplari olan cok O6lcekli
filamentler icin yerinde kurleme yeteneklerini vurguluyor.

Bu seramik 3D baski yontemi, dogrudan mirekkep yazma (DIW) ve
yakin kizilotesi (NIR) 1sikla tetiklenen yukari donusum
parcacigilr destekli foto-polimerlesmenin birlesimini
kullaniyor. Iki asamali bir siirecin bir parcasi olarak,
seramik camurunun sikilmasi ic¢in once basin¢ uygulanir. Daha
sonra, camur nozul ucundan c¢ikarken hedeflenen bir 980 nm NIR
lazeri, malzemeyi aninda katilastirir ve yerinde foto-
polimerizasyon yoluyla kurler. Bu, arastirmacilara gore
“destek olmadan serbestce uzatilabilen seramik yapilarin 3D
baskisina” olanak tanir.

Bu yeni teknik, makine, elektronik, enerji, havacilik ve
biyomihendisin de dahil oldugu bir dizi ana dikey ic¢in
potansiyel tasiyor. Gercekten de bu arastirmada kullanilan
fonksiyonel seramikler, yapisal kararlilik, korozyon direnci
ve yiuksek sicaklik dayanikliligi gibi mikemmel mekanik
ozelliklere sahip.

“Arastirmacilar, bu yontemin karmasik sekil seramiklerin
desteksiz 3D lretimine daha fazla yenilik getirecegini” iddia
ediyorlar ve “NIR-DIW tabanli desteksiz katmanli dretim
teknolojileri, seramik katmanli Uretimin tasariminda daha
yuksek derecelerde ozgurluk acacak” diye ekliyorlar.

Yazarlar, “NIR-DIW metodolojisinin daha da genisleyecegini ve
destek olmadan Uretilen seramik geometrilerin katmanli Uretim
teknolojilerinin daha fazla yenilik ve yaygin uygulanmasini
tesvik edecegini” eklediler.


https://blog.3dortgen.com/desteksiz-seramik-3d-baski/

Desteksiz 3D baski talebi

Geleneksel 3D baski islemleri, dijital 1sik isleme,
stereolitografi ve baglayici puskirtme gibi islemler, ylksek
cozunurlukld seramik parcalarini iyi UuUretim hizlarinda
uretebilir. Ancak belirli geometriler, ornegin buyuk
acikliklar (ara destek olmadan uzun bir mesafeyi kapsayan
yapilar) ve 0zel sekilli parcalar gibi, 3D baski sirasinda ek
destek yapilari gerektirir.

Bu desteklerin kaldirilmasi, uzun isleme sureleri, yuksek
maliyetler, boyutsal kesinlik eksikligi ve kotli ylzey kalitesi
gibi zorluklar dogurabilir. Ayrica, ic¢ destek kaldirma,
genellikle aciklik eksikligi ve karmasik sekilleri olan o6zel
tasarlanmis yapilar ic¢in her zaman uygun olmayabilir.Bu yeni
yerinde NIR-DIW sureci ile, destek yapisi olmadan 3D baski
yapilabilen seramik yapilar Uretilebilir. Ayrica, bu yontemin
post isleme is ylkinu azalttigi, 3D baski slresini kisalttiga,
uretim hassasiyetini artirdigi ve malzeme kullanimini
azalttigi iddia ediliyor.
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NIR-DIW 3D Baski Siireci

Bu yeni yontemde, NIR 1s1gin uyarilmasi tarafindan desteklenen
fotopolimerizasyon (UCAP) ile up-donusum parcaciklari (UCP)



kullanilarak kontrol edilen hizlarda istege bagli kirleme
saglamak icin DIW ile birlestirilmistir.

Bu surecte, seramik camurunun ekstruzyonu sirasinda 980 nm NIR
lazeri hedeflenir. Isimanin yogunlugu ve ekstrizyon hizi
ayarlanarak yari akiskan malzemeyi hemen hemen aninda
katilastirilabilir ve yerinde kirleyebilir. Ayrica, 3D baski
islemi 1sitma veya sogutma gerektirmez, bu nedenle “slirekli ve
dizgun” bir sdrectir.

Bu teknik kullanilarak, arastirmacilar 0.41 mm ile 3.5 mm
arasinda degisen caplardaki cok 06lcekli filamanlari hizli bir
sekilde 41 mm/sn’ye kadar katilastirmayi basardilar. Proje
sirasinda bilim insanlari, desteksiz seramik yapilari iceren
torsiyon yaylari ve konsollari da dahil olmak Uzere cesitli
seramik yapilari 3D bastilar.

Ayrica, NIR 1si1ginin UV 1sigina gore onemli O6lclde daha iyi
kiirteme derinlikleri sundugunu g6sterdiler. Ornedin, seramik
camurunun kir derinligini test ederken, arastirmacilar UV
1s1ginin yaklasik olarak 2 dakikada 1.02 mm’ye kadar kidr
derinligine ulastigini buldular. Ancak NIR 1sigiyla, kur
derinligi sadece 3 saniyelik bir maruziyetle 3.81 mm’'ye kadar
ulasti.




Desteksiz 3D Baski

Bu, arastirmacilarin desteksiz 3D baski yetenekleri
gelistirmeye calistigi ilk kez degil. Gecen yil, Colorado
State Universitesi’ndeki bilim insanlari, destek yapilarina
ihtiyac¢ duymadan karbon fiber takviyeli kompozit parcalarin 3D
baskisini yapabilen yeni bir yontem gelistirdiklerini
duyurmuslardi.

Bu teknik, 0zel olarak gelistirilmis bir termoset recine ve
frontal polimerizasyon adli benzersiz bir kidrleme slreci
etrafinda donuyordu. Bu surec¢, 3D baski malzemesinin
ekstrizyon sirasinda katilastigi anlamina gelir, bu da
parcanin hemen hemen dissal UV veya IR 1sinlamaya ihtiyac
duymadan sertlesmesine neden olur. Bu surec¢ desteksiz 3D
baskiya olanak tanir.

2021 yilinda, 3D baski yazilim gelistiricisi Dyndrite, 3D
yazicl Ureticilerinin desteksiz metal 3D baski gibi gelismis
0zellikleri daha kolay uygulamalarina olanak taniyan bir dizi
yazilim API’s1i baslatti. Bu API, parcayi minimum 0zellik
boyutundan daha ince c¢ozunurluklerde bolerek farkli hacimlere
benzersiz desteksiz isleme parametreleri atanmasina olanak
tanir.

Referans:https://bitly.ws/V72C



